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(57)摘要

提供一种电致发光器件，包括：衬底基板；发

光单元，设置于所述衬底基板表面；以及封装层，

封装所述发光单元；其中，所述封装层包括交替

层叠的无机封装薄膜和有机无机复合层，所述有

机无机复合层包括甲基修饰纳米无机粒子和高

分子材料。本发明提供的柔性OLED的封装结构具

有低成本、高阻水氧特性、耐弯曲、柔韧度好、增

光效等特性，克服了玻璃封装和无机薄膜封装的

刚性强，高成本，易损坏器件等不足。

权利要求书1页  说明书4页  附图3页

CN 110246985 A

2019.09.17

CN
 1
10
24
69
85
 A



1.一种电致发光器件，其特征在于，包括：

衬底基板；

发光单元，设置于所述衬底基板表面；以及

封装层，封装所述发光单元；

其中，所述封装层包括交替层叠的无机封装薄膜和有机无机复合层，所述有机无机复

合层包括甲基修饰纳米无机粒子和高分子材料。

2.根据权利要求1所述的电致发光器件，其特征在于，所述甲基修饰纳米无机粒子选自

甲基修饰纳米氧化硅、甲基修饰纳米氧化锌、甲基修饰纳米氧化铝、甲基修饰纳米氧化锆、

甲基修饰纳米氧化铈、甲基修饰纳米氧化铁中的一种或多种。

3.根据权利要求1所述的电致发光器件，其特征在于，所述述甲基修饰纳米无机粒子粒

径为50～100nm。

4.根据权利要求1所述的电致发光器件，其特征在于，所述高分子材料选自低聚硅氧烷

中的一种或多种。

5.根据权利要求1所述的电致发光器件，其特征在于，所封装层中紧邻所述发光单元的

是所述无机封装薄膜，且所述封装层中所述无机封装薄膜和所述有机无机复合层分别为两

层。

6.根据权利要求1所述的电致发光器件，其特征在于，所述衬底基板具有可挠性。

7.一种电致发光器件的制备方法，其特征在于，包括：

提供一衬底基板；

在所述衬底基板表面形成发光单元；以及

利用封装层封装所述发光单元；

其中，所述封装层包括交替层叠的无机封装薄膜和有机无机复合层，形成所述封装层

包括：

使用紫外光将甲基修饰的纳米无机粒子与高分子材料通过溶胶-凝胶法固化形成所述

有机无机复合层；及

形成所述无机封装薄膜。

8.根据权利要求7所述的制备方法，其特征在于，所述甲基修饰纳米无机粒子选自甲基

修饰纳米氧化硅、甲基修饰纳米氧化锌、甲基修饰纳米氧化铝、甲基修饰纳米氧化锆、甲基

修饰纳米氧化铈、甲基修饰纳米氧化铁中的一种或多种。

9.根据权利要求7所述的制备方法，其特征在于，所述述甲基修饰纳米无机粒子粒径为

50～100nm。。

10.一种显示装置，其特征在于，包括权利要求1-6任一所述的电致发光器件。
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电致发光器件、其制备方法及显示装置

技术领域

[0001] 本发明属于显示技术领域，具体涉及一种电致发光器件、其制备方法及显示装置。

背景技术

[0002] 柔性有机发光二极管(Flexible  Organic  Light-Emitting  Diode，FOLED)具有自

发光显示，响应速度快，亮度高，视角宽等优点。而且FOLED是基于有机材料为基础的显示

器，没有液体填充，可以被卷曲，折叠，甚至穿戴等，是一种很好的便携式产品。

[0003] 然而目前的FOLED多采用无机多层薄膜(SiOx，SiNx)进行交错层叠封装。但是无机

膜氮化硅，氧化硅的CVD成膜温度比较高且对器件会产生一定的损伤，影响器件的性能。且

CVD过程中会产生一定的针孔(pin  hole)，影响器件的封装效果。引入了氧化铝薄膜覆盖掉

CVD过程中的产生的针孔，但由于无机膜过于刚硬，无机膜相互交叠封装的柔性OLED器件不

能过度弯曲，长期应力弯曲后会产生一定的裂纹。因此无机有机相互交替成为OLED封装的

一种趋势，但很多交替模式由于有机无机膜面亲和力不足导致阻隔水氧能力大打折扣。另

有为了改善OLED器件出光效率采用无机粒子掺杂有机材料模式，也同样因为界面亲和力不

足导致柔韧性变差。

发明内容

[0004] 为了克服上述缺陷，本发明提供过一种电致发光器件、其制备方法及显示装置。

[0005] 本发明一方面提供一种电致发光器件，包括：衬底基板；发光单元，设置于所述衬

底基板表面；以及封装层，封装所述发光单元；其中，所述封装层包括交替层叠的无机封装

薄膜和有机无机复合层，所述有机无机复合层包括甲基修饰纳米无机粒子和高分子材料。

[0006] 根据本发明的一实施方式，所述甲基修饰纳米无机粒子选自甲基修饰纳米氧化

硅、甲基修饰纳米氧化锌、甲基修饰纳米氧化铝、甲基修饰纳米氧化锆、甲基修饰纳米氧化

铈、甲基修饰纳米氧化铁中的一种或多种。

[0007] 根据本发明的另一实施方式，所述述甲基修饰纳米无机粒子粒径为50～100nm。

[0008] 根据本发明的另一实施方式，所述高分子材料选自低聚硅氧烷中的一种或多种。

[0009] 根据本发明的另一实施方式，所封装层中紧邻所述发光单元的是所述无机封装薄

膜，且所述封装层中所述无机封装薄膜和所述有机无机复合层分别为两层。

[0010] 根据本发明的另一实施方式，所述衬底基板具有可挠性。

[0011] 本发明另一方面提供一种电致发光器件的制备方法，包括：提供一衬底基板；在所

述衬底基板表面形成发光单元；以及利用封装层封装所述发光单元。其中，所述封装层包括

交替层叠的无机封装薄膜和有机无机复合层，形成所述封装层包括：使用紫外光将甲基修

饰的纳米无机粒子与高分子材料通过溶胶-凝胶法固化形成所述有机无机复合层；及形成

所述无机封装薄膜。

[0012] 根据本发明的一实施方式，所述甲基修饰纳米无机粒子选自甲基修饰纳米氧化

硅、甲基修饰纳米氧化锌、甲基修饰纳米氧化铝、甲基修饰纳米氧化锆、甲基修饰纳米氧化
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铈、甲基修饰纳米氧化铁中的一种或多种。

[0013] 根据本发明的另一实施方式，所述述甲基修饰纳米无机粒子粒径为50～100nm。

[0014] 本发明另一方面还提供一种包括上述电致发光器件的显示装置。

[0015] 本发明的电致发光器件的封装层为交替层叠的无机封装薄膜和有机无机复合层，

其中有机无机复合层为甲基修饰的无机纳米粒子的嵌入高分子材料的复合层，因而弯曲时

封装层产生的应力在有机无机复合层达到释放，大大提高了柔性器件的耐弯曲，避免了器

件使用过程中产生的裂纹；同时嵌入甲基修饰无机纳米粒子的有机无机复合层和无机封装

薄膜交叠延长了水氧的渗入路径，提高了封装效果，改善了柔性OLED的使用寿命。更进一

步，有机无机复合层中，甲基修饰无机纳米粒子的粒径为50～100nm，因此使得封装层具有

较好的散射作用，改变全反射角，从而降低OLED器件全反射，提升光效。

附图说明

[0016] 通过参照附图详细描述其示例实施方式，本发明的上述和其它特征及优点将变得

更加明显。

[0017] 图1是本发明一实施例的电致发光器件的剖面结构示意图。

[0018] 图2是本发明一实施例的电致发光器件的制备过程流程示意图。

[0019] 图3是本发明的有机无机复合层的形成原理示意图。

[0020] 其中，附图标记说明如下：

[0021] 100：玻璃承载基板

[0022] 200：衬底基板

[0023] 300：发光单元

[0024] 400：封装层

[0025] 401：无机封装薄膜

[0026] 402：有机无机复合层

具体实施方式

[0027] 现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而，示例实施方式能够以多种形

式实施，且不应被理解为限于在此阐述的实施方式；相反，提供这些实施方式使得本发明将

全面和完整，并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。在图中，为了清

晰，夸大了区域和层的厚度。在图中相同的附图标记表示相同或类似的结构，因而将省略它

们的详细描述。

[0028] 图1示出为本发明一实施例的未分离玻璃基板的透明OLED器件的示意图。如图1所

示，电致发光器件承载在玻璃承载基板100上，包括衬底基板200、发光单元300和封装层

400。封装层400包括交叠的无机封装薄膜401和有机无机复合层402。有机无机复合层402包

括甲基修饰纳米无机粒子和高分子材料。

[0029] 如图2示出本发明一实施方式的电致发光器件的形成过程示意图。如图2所示，在

玻璃承载基板100上形成衬底基板200。衬底基板200可以具有可挠性，即柔性，例如PET、PI

等等高分子薄膜。可以通过转印、旋涂、注射等方法形成在玻璃承载基板100上。

[0030] 之后在衬底基板200上形成发光单元300，例如OLED器件。可通过蒸镀、喷墨打印等
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方法形成。

[0031] 之后，形成封装发光单元300的包括交叠的无机封装薄膜401和有机无机复合层

402的封装层400。封装层400中紧邻发光单元300的可以是无机封装薄膜401，也可以是有机

无机复合层402。封装层中400包括无机封装薄膜401和有机无机复合层402的层数可以实际

的需要设定，例如一层无机封装薄膜401和一层有机无机复合层402的组合、两层无机封装

薄膜401和一层无机有机复合层402的组合、一层无机封装薄膜401和两层有机无机复合层

402的组合、两层无机封装薄膜401和两层无机有机复合层402的组合等等。可选地，封装层

400的最外层(即离发光单元最远的层)为有机无复合层402。图2中以封装层400中紧邻发光

单元300的为无机封装薄膜401，封装层400中包括各两层交叠的无机封装薄膜401和有机无

机复合层402为例，解释说明本发明，但并不意在限定本发明。无机封装薄膜401的厚度在

500-800nm范围内。无机有机复合层402的厚度在300-600nm范围内。

[0032] 无机封装薄膜401，可通过原子层沉积、等离子体增强化学气相沉积、溅射等方法

形成。无机封装薄膜401可选用金属氧化物、金属硫化物、金属氮化物等中的一种或多种，例

如氧化锌、氧化铝、氧化锆、氧化铈、氧化铁、硫化铜、硫化锌、二硫化锡、硫化铁、氮化硅、氮

化铝中的一种或多种形成。

[0033] 有机无机复合层402可以使用UV光通过溶胶-凝胶法固化成膜。具体而言，甲基修

饰无机纳米粒子与高分子材料形成溶胶，然后将溶胶可以通过转印、旋涂等方法涂敷至无

机封装薄膜401上，然后使用UV光通过溶胶-凝胶使其固化成膜形成有机无机复合层402。甲

基修饰无机纳米粒子可以由无机纳米粒子通过表面修饰的方式将甲基引入无机纳米粒子

表面。表面修饰的方式可以是，例如通过表面活性剂处理。无机纳米粒子可以是纳米氧化

硅、纳米氧化锌、纳米氧化铝，纳米氧化锆，纳米氧化铈，纳米氧化铁等中的一种或多种。高

分子材料可以是为低聚硅氧烷中的一种或多种，例如苯基(聚苯基硅氧烷)、甲基(聚甲基硅

氧烷)、乙烯基(聚乙烯基硅氧烷)、氟烷基(聚氟基硅氧烷)、氰烷基(聚氰基硅氧烷)等中的

一种或多种。可通过逐步聚合制备低聚硅氧烷，其具有杰出的低温柔韧性、耐高温、耐氧化

性、耐候性、斥水性。本专利中“低聚硅氧烷”是指聚合度为2-30的聚硅氧烷。

[0034] 如图3以甲基修改纳米无机粒子为甲基修饰纳米二氧化硅、高分子材料为低聚硅

氧烷为例，解释说明溶胶-凝胶法固化成膜的原理示意图。如图2所示，溶胶中紫外光的作用

下固化成膜，其中甲基修饰纳米二氧化硅的甲基与低聚硅氧烷树脂中的环氧基团在UV作用

下进行光聚合，增加了无机粒子与低聚硅氧烷结合力，从而形成结构稳定的具有嵌入式结

构的复合层402。同时由于有机无机复合层402中包含无机粒子，因而增加了其与无机封装

薄膜401亲合力，从而增加了封装层400阻挡水、氧的能力。复合层402中的纳米无机粒子粒

径优选为50～100nm，这是确保较大尺寸粒子间不易团聚从而在光散射上更有效率，同时避

免粒子尺寸过大影响器件的柔韧性，确保与无机封装薄膜有较好的作用力；并且50～100nm

粒径的无机氧化物，具有较好的散射作用，可以改变全反射角，降低OLED器件全反射，进而

提升光效。

[0035] 本发明提供的柔性OLED的封装结构具有低成本、高阻水氧特性、耐弯曲、柔韧度

好、增光效等特性，克服了玻璃封装和无机薄膜封装的刚性强，高成本，易损坏器件等不足。

[0036] 可选地，本发明实施例还提供一种显示装置，可以包括上述电致发光器件，该显示

装置可以为：液晶面板、电子纸、手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导
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航仪等任何具有显示功能的产品或部件。

[0037] 以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽

叙述所有的细节，也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，

可作很多的修饰和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本发明

的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅

受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。
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张军

IPC分类号 H01L51/52 H01L51/56 B82Y30/00
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代理人(译) 李华

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

提供一种电致发光器件，包括：衬底基板；发光单元，设置于所述衬底
基板表面；以及封装层，封装所述发光单元；其中，所述封装层包括交
替层叠的无机封装薄膜和有机无机复合层，所述有机无机复合层包括甲
基修饰纳米无机粒子和高分子材料。本发明提供的柔性OLED的封装结构
具有低成本、高阻水氧特性、耐弯曲、柔韧度好、增光效等特性，克服
了玻璃封装和无机薄膜封装的刚性强，高成本，易损坏器件等不足。
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